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概要 BGA (Ball Grid Array)半導体パッケージのリフロー加熱時反り挙動を検討した。パッケージを実装基板にリフロー接続

する工程での反りによる接続不良発生の懸念があるため，反り挙動を把握することは重要である。検討の結果，反り挙動は加

熱履歴によって変化する場合があることを明らかにした。また，この場合，封止樹脂の線膨張挙動も加熱履歴によって変化す

ることを明らかにした。この加熱履歴に伴う封止樹脂の線膨張挙動の変化を考慮した反り粘弾性解析を実施したところ，解析

結果は実際の反り挙動とよく一致し，前述の加熱に伴う反り挙動の変化は，主に封止樹脂の線膨張挙動の変化に起因した現象

であることを明らかにした。

Abstract

We evaluated the warpage behavior of ball grid array (BGA) electronic packages during reflow

heating. In the BGA packages, the warpage under reflow heating might disconnect several solder

joints. Therefore, the warpage behavior should be investigated in order to make more reliable BGA

packages. Our investigation found that the warpage behavior sometimes changes depending on the

heating history. Furthermore, we found that the change in the warpage behavior is accompanied by

a change in the thermal expansion behavior of the mold resin. Thus, the warpage behavior was ana-

lyzed by visco-elastic analysis while considering the change in the thermal expansion of the mold

resin. The analysis agreed well with the experimental results. Accordingly, the change in the

warpage behavior was found to be mostly caused by the change in the expansion behavior of the

mold resin.
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